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(57) Resumo: DISPOSITIVO DE MONTAGEM DE MULTIPLAS
PECAS PARA UM TRANSDUTOR ULTRASSONICO, SONDA DE
TESTE  ULTRASSONICA E DISPOSITIVO DE TESTE
ULTRASSONICO. Trata-se de um dispositivo de montagem de
multiplas pegas (1, 2) para um transdutor ultrassénico (5), que
compreende pelo menos uma primeira pega (1) para montar em um
alojamento (8) de uma sonda de teste ultrassdnica € uma segunda
pecga {2) que retém o transdutor ultrassénico e esta pelo menos em
contato tatil, preferencialmente em uma ligagdo adesiva, com o
transdutor ultrassénico (5), em que a segunda pega (2) é feita de um
plastico e é conectada por encaixe positivo a primeira pega (1) e a
primeira peca (1) tem uma dureza maior, particularmente dureza
Shore, dureza Vickers e/ou dureza Rockwell, que a segunda pecga (2).
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“DISPOSITIVO DE MONTAGEM DE MULTIPLAS PECAS PARA UM
TRANSDUTOR ULTRASSONICO, SONDA DE TESTE ULTRASSONICA E
DISPOSITIVO DE TESTE ULTRASSONICO”

A invencao refere-se a um dispositivo de montagem para um
transdutor ultrassénico sobre ou em um alojamento de sonda, bem como a um
dispositivo de teste ultrassénico genérico para a inspegdo ndo destrutiva de um
objeto de teste por meio de um ultrassom.

O principio da inspegao de ultrassom é conhecido. O mesmo
serve para encontrar defeitos de fundigéo ou outras falhas de material tal como
rachaduras, cavidades, tubulagéo ou similares. O propésito de inspecionar o
material de barra é, particularmente, a inspecao de defeitos internos e o exame
por defeitos de superficie, mas também a inspegdo das dimensbes. Nesse
caso, a sonda de teste ultrassdnica compreende pelo menos um transmissor
que é excitavel por pulsos elétricos para gerar pulsos ultrassbnicos curtos que
sdo direcionados para o material a ser inspecionado do objeto de teste.
Qualquer defeito no material a ser inspecionado, por exemplo, uma rachadura,
uma cavidade ou similares, causa um eco do pulso em questao, que é refletido
de volta para a sonda e é recebido pelo transmissor, que nesse caso serve
simultaneamente como um receptor; ou o eco refletido pode também ser
recebido por um receptor separado da sonda de teste que é disposta adjacente
ao transmissor. Medir o atraso no tempo entre o pulso original € o retorno do
eco permite que se tirem conclusbes a respeito da profundidade do defeito. A
forca do eco permite visualizar o tamanho do defeito, para mencionar somente
essa possibilidade para avaliagdo como um exemplo. Ademais, a determinagao
de defeito com resolucdo espacial € também possivel. Particularmente, essa
determinacao de defeito de resolugéo espacial exige um posicionamento muito
exato do transdutor que gera o ultrassom.

Como uma regra, tais transdutores, por exemplo, um ou mais
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osciladores piezo, tais como elementos piezoceramicos, sdo dispostos em um
alojamento que é designado de uma variedade de modos, dependendo do caso
da aplicacdo. O alojamento e os transdutor(es) ultrassdnico(s) sao geralmente
referidos como uma sonda de teste ultrassdnica. O transdutor ultrassénico €
disposto sobre ou no alojamento de tal modo que seu ultrassom entra no objeto
de teste a ser inspecionado a partir de uma superficie emissora de som do
transdutor, geralmente através de um meio de acoplamento com uma
espessura adequada e impedancia acustica, tal como agua.

Por exemplo, uma area de agua é fornecida e mantida entre o
transdutor ultrassénico e o objeto de teste a ser inspecionado, por exemplo, o
tubo ou a barra. Para esse proposito, diversas técnicas sdo conhecidas, tal
como inspe¢do com o uso da técnica de imersao, a técnica de pudlagem ou
com um jato de agua guiado. Ademais, as camaras de agua vedadas com uma
passagem de objeto de teste frequentemente referida como SPS também
existem. Apds o objeto de teste ter entrado na camara de agua vedada, o
objeto de teste veda a saida e a entrada da camara. A camara de agua é
preenchida com agua a fim de alcangar o acoplamento entre a sonda de teste e
o objeto de teste. Ademais, os dispositivos de inspeg¢ao giratéria sdo também
conhecidos. Um invélucro de agua estavel é gerado girando-se a camara de
inspecgdo inteira incluindo as sondas de teste. Dispor sistemas de vedagéo na
entrada e na saida resulta em um invélucro de agua substancialmente tubular
através do qual os objetos de teste podem ser conduzidos.

Entretanto, o ultrassom ou o puiso ultrassénico nao é somente
emitido na diregado desejada, mas também na diregcdo oposta. Devido a reflexao
do pulso de lado posterior nas superficies de limite, o transdutor ultrassénico
recebe ecos de ultrassom indesejados que causam uma interferéncia ou ruido
na imagem no caso da inspe¢ao de ultrassom produtora de imagem. Esse som,

que nao sai através da superficie emissora de som, portanto tem que ser



10

16

20

25

direcionado para longe do transdutor ultrassénico e/ou absorvido tao
eficazmente quanto possivel.

A fim de realizar isso, os transdutores ultrassdnicos sdo colados
em um material acusticamente amortecedor. Esse assim chamado material de
apoio permite que as ondas ultrassénicas emitidas nos lados posteriores do(s)
elemento(s) piezo entrem, acopla os mesmos por absorgdo ou reflexdo difusa
e, dessa forma, previne interferéncias. Dessa forma, os materiais de apoio
adequados exibem uma absorgao de ultrassom tao alta quanto possivel e, por
outro lado, tém uma impedancia acustica adaptada ao material de transdutor
ultrassénico, por exemplo, os piezoceramicos.

A fim de alcangar uma resolugéao espacial alta da medi¢cdo, uma
disposicdo ou montagem exata e reproduzivel do transdutor no alojamento e se
aplicavel também do alojamento no dispositivo de inspec¢édo, é desejada. Por
exemplo, é importante que os materiais de apoio cumpram as exigéncias
relacionadas ao processamento, isto &, durar aos processos de fabricagao
térmica ou mecanica sem qualquer dano. A fim de garantir a fungdo apropriada
do transdutor, a compatibilidade quimica dos materiais em contato tatil deve,
além disso, ser garantida, por exemplo, para apoio, piezoceramicos, placa de
circuito, cola e similares, isto &, os materiais usados ndo devem ter uma
influéncia negativa entre si, nem em relagao a estabilidade, nem em relagéo as
propriedades de processamento; os mesmos devem exibir, por exemplo,
estabilidade dimensional (mesmo a temperaturas altas) e resultam em uma
ligagcao fortemente adesiva juntamente com as colas usadas.

Por exemplo, sabe-se fornecer um dispositivo de montagem de
peca Unica que consistem em 6xido de chumbo para montar o transdutor em
um alojamento, em que o material de chumbo supostamente causa tanto a

conexao mecanica com o alojamento assim como fornece a propriedade de

amortecimento acustico do apoio. Devido a sua toxicidade, o uso de 6xido de
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chumbo é questionavel e, em parte, mesmo legalmente proibido. Além disso, o
uso de polimeros fracamente reticulados como um material de apoio € também
conhecido. Entretanto, tais materiais de apoio exibem frequentemente
deficiéncias no processamento mecénico. No caso de temperaturas mais altas
como ocorrem durante o processamento mecanico, cura e secagem de
adesivos, deformacdes e estresses termicamente ef/ou mecanicamente
induzidos ocorrem no material de apoio. Por causa dessa falta de
possibilidades do processamento mecanico, € impossivel fornecer auxiliares de
fixagdo especial, tal como, ranhuras de fixagdo, para fixar localmente um
transdutor em um alojamento.

E, portanto, o objetivo da invengao fornecer um dispositivo de
montagem para um transdutor ultrassénico que, de um lado, cumpre as
exigéncias acusticas demandadas, tal como amortecimento e/ou disperséo da
emissao de som indesejada e, por outro lado, também tem uma forga mecénica
alta e boa estabilidade dimensional.

Esse objetivo é alcangado por um dispositivo de montagem da
reivindicagédo 1, assim como por uma sonda de teste ultrassOnica ou um
dispositivo de teste ultrassénico das reivindicagcdes independentes. Deve ser
observado que os recursos citados nas reivindicagées da patente podem ser
combinados de qualguer maneira tecnologicamente significativa e retratar
outras modalidades da invengdo. A descrigdo, particularmente em conexao
com as figuras, caracteriza e especifica adicionalmente a invengao.

A invencao refere-se a um dispositivo de montagem de muiltiplas
pecas para um transdutor ultrassénico. O termo transdutor ultrassénico deve
ser construido amplamente e compreende, por exemplo, um unico transdutor
ultrassénico piezoceramico (transceptor) assim como uma disposi¢cdo de
diversos transdutores que podem ser controlados de uma maneira faseada

(arranjo faseado), tal como arranjos faseados 1.5 D 2D. Ademais, o sistema de
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montagem de acordo com a invengdo é adequado também para tais
transdutores que tém uma superficie emissora de som plana, assim como tais
transdutores que tém uma superficie emissora de som curva. O dispositivo de
montagem de acordo com a invengao é caracterizado por consistir em muitiplas
pecas, isto é, pelo menos uma primeira pe¢a mais dura para montar em um
alojamento de uma sonda de teste ultrassdnica e uma segunda peg¢a mais
macia que retém o transdutor ultrassénico e esta pelo menos em contato tatil
com o transdutor ultrassdnico. De acordo com a inveng¢ao, a primeira pecga tem
uma dureza maior, particularmente dureza Shore, dureza Vickers e/ou dureza
Rockwell, que a segunda peca.

O termo "alojamento" deve ser construido amplamente e nao
exige um projeto que inclui totalmente ou parcialmente o transdutor. Por
exemplo, um projeto em formato de prato é também compreendido.

Enquanto que a primeira pega mecanicamente mais dura &
caracterizada primariamente pela alta estabilidade de forma mesmo sob
estresse mecanico, a segunda pegca que de acordo com a invengao &
produzida a partir de um primeiro plastico, assume primariamente a tarefa
acustica do assim chamado apoio, isto &, a absorgcdo e/ou dispersdao da
emissao de som indesejada do transdutor.

De acordo com a invengéo, a primeira peca e a segunda peca sao
conectadas por encaixe positivo. Dessa forma, o material “mais acusticamente
ativo”, mas mais mecanicamente instavel da segunda peca é estabilizado pela
primeira peca, com a primeira pecga, devido a sua dureza, fornecendo as
condicdes para o processamento mecanico, tal como usinagem, que sao
exigidas para uma fixagado de retencdo de posicdo exata do transdutor. A
conexao por encaixe positivo entre as duas pegas fornece uma conexéo
segura. Ademais, o material plastico da segunda peca fornece para uma

compatibilidade quimica particularmente boa em relagao aos adesivos que sao
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comumente usados para montar piezoceramicos na segunda peca. Além disso,
o coeficiente de expansédo térmica da segunda pega estd na ordem de
magnitude dos piezoceramicos usados, de modo que os estresses na conexao
mutua sejam evitados. E a responsabilidade do versado na técnica selecionar o
primeiro plastico que é adequado, de um lado, para compatibilidade quimica e,
por outro lado, as exigéncias acusticas.

Preferencialmente, a primeira pega é substancialmente produzida
a partir de um material metalico e/ou de ceramica e/ou um segundo plastico
com uma dureza maior, particularmente dureza Shore, que o primeiro plastico.
More preferencialmente, € inteiramente feito de um material metalico.

De acordo com uma realizagao preferencial adicional, a segunda
peca é configurada de tal modo que néo forma nenhuma area de contato com o
alojamento quando o dispositivo de montagem é montado no alojamento da
sonda de teste ultrassénica, a fim de prevenir um acoplamento acustico direto
entre o alojamento e a segunda pega.

A conexao por encaixe positivo entre a primeira e a segunda pecga
pode ser alcangada, por exemplo, por uma conexéo tipo lingueta e ranhura.
Preferencialmente, a ranhura &, nesse caso, formada na segunda peca.

A fim de efetuar uma ag¢ao de amortecimento/ disperséo acustica
eficaz pela segunda peca, a primeira peg¢a & configurada de tal modo que n&ao
tem nenhuma area contato com o transdutor ultrassénico.

O primeiro plastico usado &, por exemplo, um material moldado
gue consiste em um duroplastico. Os materiais de duroplastico, que sao

também referidos como durémeros, sao plasticos que sédo produzidos a partir

de resinas endureciveis. O material moldado de duroplastico fornece a

segunda pega com a estabilidade dimensional exigida.
Preferencialmente, o primeiro plastico preferencialmente

compreende pelo menos uma resina epo6xi, mais preferencialmente uma resina
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epoxi de bisfenol A. Por exemplo, essa € uma resina vendida sob a marca
comercial "Araldit CY 221" a qual a resina epoxi vendida sob a marca comercial
"Araldit HY 956" foi adicionada como um endurecedor.

A matriz superior de resina da segunda peg¢a pode conter uma
fase dispersa finamente que consiste em um polimero com uma temperatura
de transicao de vidro baixa. Devido a essa fase de polimero, as propriedades
de amortecimento da segunda peca sdo consideravelmente melhoradas
enguanto se mantém a boa estabilidade dimensional. Preferencialmente, uma
borracha de silicone rubber (RTV) que reticula a temperatura ambiente &
adicionada a matriz superior de resina. A acdo de amortecimento pode ser
atribuida a uma agéo de dispersao e reflexao na superficie da fase de polimero
ou borracha de silicone rubber e, consequentemente, o efeito de
amortecimento acustico pode ser especificamente ajustado. Pro causa de uma
parte da propor¢édo e tamanho de particula da fase de polimero ou borracha de
silicone rubber na matriz superior de resina, as interagdes entre a matriz
superior de resina e a fase de polimero ou a borracha também determinam a
qualidade da agao de amortecimento.

Geralmente, a segunda pe¢a de acordo com a invengao tem uma
impedancia acustica suficiente, isto €, uma impedancia aclstica adaptada ao
material transdutor. A impedancia pode ser vantajosamente ajustada por um
material em formato de particula adequado, isto € um material com uma
densidade € alta em comparagao ao plastico, sendo adicionado ao material da
segunda pe¢a, preferencialmente a uma proporgao de até 50 % em volume em
relacdo ao material total. Esse aditivo, cuja densidade é preferencialmente =
3,5 g/cm?®, particularmente = 5 g/cm®, preferencialmente € um enchimento
inorganico tal como 6xido de tungsténio ou, em particular preferencialmente,
o6xido de bismuto. BiO; Outros aditivos que podem ser usados sao, por

exemplo, 6xido de aluminio e titanato de chumbo e zircénio. A principio, os p6s
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metalicos, tal como cobre, prata e tungsténio, podem ser usados para
aumentar a impedancia acustica, se for permitido que o aditivo seja
eletricamente condutor. A fim de evitar a sedimentagado, particularmente no
caso de misturas de resina de viscosidade baixa, aditivos conhecidos por si, tal
como acido silicico pirogénico, pode ser adicionado.

Preferencialmente, a distribuigdo de particula do enchimento tem
um valor D50 na faixa de aproximada ou exatamente 1 ym a aproximada ou
exatamente 100 um, preferencialmente na faixa de aproximada ou exatamente
10 um a 50 ym, mais preferencialmente na faixa de aproximada ou exatamente
20 pym a aproximada ou exatamente 30 uym, por exemplo, em aproximada ou
exatamente 25 ym.

Preferencialmente, a segunda peg¢a é conectada a primeira pega
sobremoldando-se parcialmente a ultima. Por exemplo, a primeira peca €
inserida na matriz inferior de um molde de formagdo e parcialmente
sobremoldada ao material plastico da segunda peca.

De acordo com uma realizagdo preferencial, a primeira pega
compreende pelo menos uma abertura para montar a segunda peca. Uma
conexéo particularmente duravel €, dessa forma, alcangada entre a primeira e
a segunda peca. E dessa forma realizado, particularmente, que nao ocorre
nenhuma separagcido da primeira da segunda peca apesar da formagéo de
fratura e/ou rachadura no plastico.

Preferencialmente, a segunda pegca e a primeira peca s&ao
configuradas para estarem pelo menos em formato de segmento de anel. Por
exemplo, a primeira e segunda pega sao configuradas de tal modo que a
superficie de limite interna da primeira pega definida pelo raio interno &
adjacente a superficie de limite externa da segunda peca definida pelo raio
externo.

A invencao refere-se adicionalmente a uma sonda de teste
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ultrassénica que compreende pelo menos um transdutor ultrassdnico, um
alojamento e um dispositivo de montagem de multiplas pegas em uma das
realizagcbes vantajosas anteriormente descritas. O termo transdutor
ultrassonico, conforme mencionado acima, deve ser construido amplamente e
compreende, por exemplo, um unico transdutor ultrassdnico piezoceramico
(transceptor) assim como uma disposi¢céo de diversos transdutores que podem
ser controlados de uma maneira faseada (arranjo faseado), tal como arranjos
faseados 1.5 D 2D. Ademais, o sistema de montagem de acordo com a
invengdo é adequado também para tais transdutores que tém uma superficie
emissora de som plana, assim como tais transdutores que tém uma superficie
emissora de som curva. O dispositivo de montagem de acordo com a invengao
€ caracterizado por consistir em multiplas pecgas, isto €, pelo menos uma
primeira pega mais dura, particularmente uma peg¢a metalica preferencial para
montar em um alojamento de uma sonda de teste ultrassdnica e uma segunda
peca mais macia que retém o transdutor ultrassénico e esta pelo menos em
contato tatii com o transdutor ultrassénico. O termo "alojamento" deve ser
construido amplamente e nado exige um projeto que inclui totalmente ou
parcialmente o transdutor. Por exemplo, um projeto em formato de prato do
alojamento é também compreendido.

A fim de fixar localmente o dispositivo de montagem e, dessa
forma, o transdutor ultrassénico, de uma maneira reproduzivel e confiavel, o
alojamento e a primeira pe¢a formam um encaixe, por exemplo, um encaixe de
interferéncia. Por exemplo, um pino guia é fornecido no alojamento, que, dada
uma instalacdo conforme pretendido do dispositivo de montagem em um
alojamento, engata uma ranhura guia da primeira pegca do dispositivo de
montagem em um encaixe positivo. A ranhura guia &, por exemplo, inserida no
material mais duro da primeira peca por usinagem.

Preferencialmente, os transdutores(s) define(m) uma superficie
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emissora de som plana ou curva voltada para um objeto de teste a ser
inspecionado e a segunda pecga € preferencialmente disposta adjacente a
superficie de limite do transdutor ou transdutores que €& oposta a superficie
emissora de som. Por exemplo, o transdutor é colado a essa segunda peca.

A invencao refere-se adicionalmente a um dispositivo de teste
ultrassdnico para inspecao de ultrassom de um objeto de teste, por exemplo,
um tubo, que compreende: pelo menos uma sonda de teste ultrassénica em
uma das realizagbes descritas acima, uma unidade de avaliagdo e meios para
gerar um movimento relativo entre pelo menos uma sonda de teste e o objeto
de teste. O dispositivo de teste ultrassénico pode compreender meios para
gerar um movimento relativo entre a sonda de teste e o objeto de teste durante
e entre as etapas de inspeg¢do. De acordo com a invengao, varias técnicas
podem ser usadas para o acoplamento acustico entre o objeto de teste e a
sonda de teste: técnica de imersao, a técnica de pudlagem ou com um jato de
agua guiado. De acordo com a invengdo, o seguinte é também possivel:
camara de agua vedada com uma passagem de objeto de teste
frequentemente referida como SPS. Apés o objeto de teste ter entrado na
camara de agua vedada, o objeto de teste veda a saida e a entrada da camara.
A camara de agua & preenchida com agua a fim de alcang¢ar o acoplamento
entre a sonda de teste e o objeto de teste. Ademais, os dispositivos de
inspecédo giratéria sdo também conhecidos. Um invélucro de agua estavel €
gerado girando-se a cdmara de inspegéo inteira incluindo as sondas de teste.
Dispor sistemas de vedacao na entrada e na saida resulta em um involucro de
agua substancialmente tubular através do qual o objeto de teste pode ser
conduzido.

A invengdo, bem como o ambiente técnico, sdo explicados em
mais detalhes com referéncia as figuras. Deve ser observado que as Figuras

retratam uma realizagao particularmente preferencial de uma invencéo, mas
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que nao é limitada pelas mesmas. As Figuras mostram esquematicamente:

A Figura 1 mostra uma vista esquematica de uma sonda de teste
de acordo com a invengido com um objeto de teste tubular;

A Figura 2 mostra uma vista secional tomada ao longo de uma
linha de se¢ao AA da Figura 1;

A Figura 3 mostra uma vista secional tomada ao longo de uma
linha de se¢édo BB da Figura 1;

A Figura 1 & uma vista esquematica de uma realizagdo da sonda
de teste 10 de acordo com a invengao. A sonda de teste 10 de acordo com a
invencédo serve para a inspegédo ndo destrutiva de um objeto de teste, nesse
caso um tubo 9, por meio de ultrassom. Um transdutor ultrassénico em formato
de meio anel 5 é conectado a um alojamento 8 através de um dispositivo de
montagem de duas pegas 1, 2, com o anterior sendo retratado somente em
partes. O transdutor ultrassénico em formato de meio anel 5 é colado a
segunda peca 2, que € capaz de absorver bem as for¢cas de contato que agem
radialmente exigidas durante a colagem devido a seu formato curvo. O
dispositivo de montagem 1, 2 compreende duas pecas em formato de meio
anel concentricamente disposto 1,2 conectadas por encaixe positivo; uma peca
metalica externa 1 e uma peca interna 2. S pega interna 2 é produzida a partir
de uma composicao de resina epoxi que compreende Araldit CY 221 e Araldit
HY 956 como um endurecedor. A composi¢cao de resina epoxi compreende
como um enchimento p6 de 6xido de bismuto (D50 = 25 pm) e uma mistura
moida e filtrada de fibras de vidro e borracha de silicone reticulada a
temperatura ambiente. As razdes ponderais sdo 60:12:500:30. A conexao por
encaixe positivo entre a primeira pega 1 e a segunda peca 2 & realizada
inserindo-se a primeira pe¢a 1 em uma matriz inferior e a resina, que ¢ fluida
antes do endurecimento, sendo introduzido na matriz inferior a fim de formar a

segunda peca 2 apds o endurecimento. No processo, a segunda pega 2 inclui a
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projecao anular 4 formada na primeira pega 1 e penetra as aberturas 3
formadas na projecdo 4. Dessa forma, a peca 1 e a peca 2 formam uma
conexao tipo lingueta e ranhura positiva, com a projegdo 4 da primeira peca 1
sendo embutida na ranhura da segunda peca 2. A primeira peca
mecanicamente processave! 1 serve para a instalagdo em um alojamento 8 que
é nesse caso mostrado somente em parte. A montagem no alojamento 8
compreende um encaixe de uma ranhura 6b formada na primeira pe¢a 1, em
gue uma projecao 6a no alojamento tranca-se. Uma fixagao local reproduzivel
do dispositivo de montagem 1, 2 e dessa forma do transdutor 5, no alojamento
8 é dessa forma alcangada. A segunda pecga 2 é configurada de tal modo que,
apdés a montagem da primeira pe¢ca 1 no alojamento 8, forma-se um vao 11
com a mesma e nido uma area de contato a com o alojamento 8, conforme

mostra a Figura 2.
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REIVINDICAGOES
1. DISPOSITIVO DE MONTAGEM DE MULTIPLAS PEGCAS
(1, 2) PARA UM TRANSDUTOR ULTRASSONICO (5), que compreende pelo

menos uma primeira peca (1) para montar em um alojamento (8) de uma sonda
de teste ultrassdnica e uma segunda pega (2) que retém o transdutor
ultrassonico e esta pelo menos em contato tatil, preferencialmente em uma
ligagéao adesiva, com o transdutor ultrassénico (5), em que a primeira peca (2)
é feita de um primeiro plastico e & conectada por um encaixe positivo a primeira
peca (1) e a primeira pega (1) tem uma dureza maior, particularmente dureza
Shore, dureza Vickers e/ou dureza Rockwell, que a segunda pega (2).

2. DISPOSITIVO DE MONTAGEM DE MULTIPLAS PECAS
(1, 2), de acordo com a reivindicagado precedente, em que a primeira peca é
produzida substancialmente a partir de um material metalico e/ou de ceradmica
e/ou um segundo plastico com uma dureza maior, particularmente dureza
Shore, que o primeiro plastico.

3. DISPOSITIVO DE MONTAGEM DE MULTIPLAS PECAS
(1, 2), de acordo com qualquer uma das reivindicagdes precedentes, em que a
segunda peca (2) é configurada de tal modo que a mesma, quando o
dispositivo de montagem (1, 2) € montado no alojamento (8) da sonda de teste
ultrassonica, ndo forma nenhuma area de contato com o mesmo.

4. DISPOSITIVO DE MONTAGEM DE MULTIPLAS PECAS
(1, 2), de acordo com qualquer uma das reivindicagbes precedentes, em que a
primeira pec¢a (1) & configurada de tal modo que a mesma nao tem nenhuma
area de contato com o transdutor ultrassénico (5).

5. DISPOSITIVO DE MONTAGEM DE MULTIPLAS PECAS
(1, 2), de acordo com qualquer uma das reivindicagdes precedentes, em que o
primeiro plastico compreende uma resina ep6xi, preferencialmente uma resina

epoxi de bisfenol A, por exemplo, que resina vendida sob o nome comercial
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Araldit CY 221.

6. DISPOSITIVO DE MONTAGEM DE MULTIPLAS PECAS
(1, 2), de acordo com qualquer uma das reivindicagbes precedentes, em que o
primeiro plastico compreende pelo menos um enchimento em formato de
particula.

7. DISPOSITIVO DE MONTAGEM DE MULTIPLAS PECAS
(1, 2), de acordo com a reivindicagdo precedente, em que a distribuicdo de
particula do enchimento tem um valor D50 na faixa de aproximada ou
exatamente 1 ym a aproximada ou exatamente 100 um, preferencialmente na
faixa de aproximada ou exatamente 10 ym a 50 um, mais preferencialmente na
faixa de aproximada ou exatamente 20 ym a aproximada ou exatamente 30
pgm, por exemplo, aproximada ou exatamente 25 pm.

8. DISPOSITIVO DE MONTAGEM DE MULTIPLAS PECAS
(1, 2), de acordo com qualquer uma das reivindicagbes precedentes, em que a
segunda pega (2) €& conectada a primeira peg¢a (1) sobremoldando-se
parcialmente a uitima.

9. DISPOSITIVO DE MONTAGEM DE MULTIPLAS PECAS
(1, 2), de acordo com qualquer uma das reivindicagdes precedentes, em que a
primeira peca (1) compreende pelo menos uma abertura (3) para montar a
segunda pega (2).

10. DISPOSITIVO DE MONTAGEM DE MULTIPLAS PECAS
(1, 2), de acordo com qualquer uma das reivindicagdes precedentes, em que a
segunda peca (2) e a primeira pega (1) sdo configuradas para estarem pelo
menos em formato de segmento de anel.

11. SONDA DE TESTE ULTRASSONICA (10), que
compreende pelo menos um transdutor ultrassénico (5), um alojamento (8) e
um dispositivo de montagem de multiplas pegas (1, 2) conforme definido em

qualquer uma das reivindicagées 1 a 10.
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12. SONDA DE TESTE ULTRASSONICA (10), de acordo com
a reivindicagao precedente, em que o alojamento (8) e a primeira pecga (1)
formam um encaixe (6a, 6b), por exemplo, um encaixe de interferéncia.

13. SONDA DE TESTE ULTRASSONICA (10), de acordo com
qualquer uma das duas reivindicagbes precedentes, que compreende um
transceptor (5) ou um arranjo faseado.

14. SONDA DE TESTE ULTRASSONICA (10), de acordo com
qualquer uma das reivindicagbes precedentes 11 a 13, em que o(s)
transdutor(es) (5) define(m) uma superficie emissora de som plana ou curva
voltada para um objeto de teste (9) a ser inspecionado e a segunda pega (2) €
disposta adjacente, por exemplo, colada a superficie de limite (7) do transdutor
(5) ou transdutores que é oposta a superficie emissora de som.

15. DISPOSITIVO DE TESTE ULTRASSONICO, para uma
inspecao de ultrassom de um objeto de teste, por exemplo, um tubo, que
compreende: pelo menos uma sonda de teste ultrassénica conforme definida
em qualquer uma das reivindicagbes precedentes 11 a 14, uma unidade de
avaliacdo e meios para gerar um movimento relativo entre pelo menos uma

sonda de teste e o objeto de teste.
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RESUMO
“DISPOSITIVO DE MONTAGEM DE MULTIPLAS PEGAS PARA UM
TRANSDUTOR ULTRASSONICO, SONDA DE TESTE ULTRASSONICA E
DISPOSITIVO DE TESTE ULTRASSONICO”

Trata-se de um dispositivo de montagem de muiltiplas pegas (1, 2)
para um transdutor ultrassénico (5), que compreende pelo menos uma primeira
peca (1) para montar em um alojamento (8) de uma sonda de teste ultrassénica
e uma segunda peca (2) que retém o transdutor ultrassonico e esta pelo menos
em contato tatil, preferencialmente em uma ligagdo adesiva, com o transdutor
ultrassénico (5), em que a segunda pecga (2) & feita de um plastico e é
conectada por encaixe positivo a primeira pega (1) e a primeira pe¢a (1) tem.
uma dureza maior, particularmente dureza Shore, dureza Vickers e/ou dureza

Rockwell, que a segunda pega (2).
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